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특징
1. water-mark-less건조(Water-mark-less Drying)
    린스 후 웨이퍼를 대기에 접촉시키지 않고 웨이퍼 표면의 수분을 제거가능 하기때문 
    에 water-mark-less의 형성을 제어하는 것이 가능하다. 
2. 파티클 부착의 제어(Repression of the particle adhesion)
    액 내에 확산된 미립자가 물의 표면장력에 의해 끌어 당겨져 파티클이 웨이퍼 면에 
    부착되는 것을 제어하는 것이 가능하다. 
3. runing cost의 저감(Save Runing Cost)
    IPA소비량은 종래의 IPA증기 건조에 비해 1/10정도로 적고, runing cost의 절감이
    가능하다.
4. 고 throught-put의 실현(Hight Through-put)
    건조시간이 종래의 IPA증기건조에 비해 빠르고, 고 throught-put이 실현가능하다. 
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IPA Dry의 원리
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